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概述   
  HXJ2038是一款3W带立体声耳机输出双声道音频功率放大器。它能够在5V工作电压，4Ω负载，提供THD<10%、

平均值为2.5W 输出功率；4Ω负载，平均值为3W 输出功率。当驱动立体声耳机时，放大器可工作在单端模式。

HXJ2038只需要极少的外部元件，便可以提供高保真音频输出，极大简化音频系统设计，HXJ2038集合了双通道的

桥式扬声器和立体声耳机。HXJ2038采用外部控制的低功耗关断模式，立体耳机放大模式，以及内部热敏关断保护

机制，并利用电路的特性减小噪声（滴答声及爆裂声）和失真度。 

重要特性    
1、在THD+D=1% ，输入1KHZ频率时，不同负载的条件下输出功率为（典型值）：HXJ2038  2.5W /3W （负载3Ω
∕4Ω） ；单端模式（负载32Ω），平均输出功率为75mW 时，THD+N   0.5%( 最大)      
2、关断电流  0. 1µA ( 典型)      
3、工作电压：  2.0V～5.5V      
4、实现外围控制     
5、低功率损耗与关断模式     
6、立体声耳机放大器模式和热阻保护     
7、通过电路设计滴答声抑制   

应用领域 
1、 多媒体监听器     
2、 手提/台式电脑      
3、 便携式音频系统 

封装形式 
采用无铅封装： DIP-16 

封装引脚分布 
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管脚说明 

 
极限参数 

参数 最小值 最大值 单位 说明 

电源电压 1.8 6 V  

储存温度 -65 150 oC  

输入电压 -0.3 VDD V  

功耗   mW 内部限制 

耐 ESD 电压 1 3000  V HBM 

耐 ESD 电压 2 250  V MM 

节温 150  oC 典型值 150 

推荐工作温度 -40 85 oC  

推荐工作电压 2.0 5.5   

热阻 

θJC(SOP)  35 oC/W  
θJA(SOP)  140 oC/W  

θJC(LLP)  4.3 oC/W  

θJA(LLP)  56 oC/W  

焊接温度  220 oC 15 秒内 

 



和兴健半导体         HXJ2038 
3W带立体声耳机输出模式的双声道音频功率放大器 

       
  

  
 

电气特性 
芯片整体的电气特性 （Note3，4） 

除非特别说明，以下技术规格中 VDD＝5.0V，TA＝25℃。 

HXJ2038 
符号 参数 条件 典型 

（Note 13） 
限定 

 (Note 10) 

单位 

 2（min） V VDD 电源电压 
 

 5.5（max） V 
VIN＝0V，IO＝0A 
（Note 11），HP-IN＝0V  

11.5 20（max） 
6（min） 

mA 

IDD 静态电流 VIN＝0V，IO＝0A 
（Note 11），HP-IN＝0V 

5.8  mA 

ISD 关断电流 VPIN1＝VDD 0.7（min） 2（min） uA 

VIH 
立体耳机控制

端高电平 
  4（min） V 

VIL 
立体耳机控制

端低电平 
  0.8（max） V 

 
单终端工作模式的电气特性（Note3，4） 

除非特别说明，以下技术规格中 VDD＝5.0V，TA＝25℃。 

HXJ2038 
符号 参数 条件 典型 

（Note 13） 
限定 

 (Note 10) 

单位 

VOS 输出失调电压 VIN＝0V 5 50（max） mV 

THD+N=0.5%, 

f=1KHz, RL =32Ω 
85 mW 

PO 输出功率 
THD+N=10%, 
f=1KHz, RL =4Ω 3 75（min） W 

THD+N 
总谐波失真+ 噪声 

20Hz≤f≤20KHz， 
Av=-1；RL＝32Ω，Po＝75mW 0.3  % 

PSRR 
电源电压抑制比 VDD =5V,  

VRIPPLE＝200mVRMS 

RL =8Ω, CB =1.0uf 

52  dB 

XTALK 声道隔离 
f＝1KHz， 
CB＝1.0uf 

60  dB 

SNR 信噪比 VDD =5V, RL＝8Ω 
Po＝340mW， 

95  dB 
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扬声器桥接模式的电气特性（Note3，4） 
除非特别说明，以下技术规格中 VDD＝5.0V，TA＝25℃。 

HXJ2038 
符号 参数 条件 典型 

（Note 13） 

限定 
 (Note 10) 

单位 

VOS 输出失调电压 VIN＝0V 5 50（max） mV 

  

RL =8Ω（Note8） 2.5 THD＝1％ 

f=1KHz 

 

  

  

RL =4Ω（Note8） 3 

PO 输出功率 

（Note 9） 

THD＝10％ 

f=1KHz 

 

  

1.0（min） W 

HXJ2038 
符号 参数 条件 典型 

（Note 13） 

限定 
 (Note 10 

单位 

Po 输出功率 
THD+N＝1％， 

f＝1KHz，RL =32Ω 
0.34 

 
 

W 

THD+N 
谐波总失真 

+ 噪声 

20Hz≤f≤20KHz， 

AVD＝2，RL =8Ω 0.3  % 

PSRR 
电源电压 

抑制比 

VDD =5V,  

VRIPPLE＝200mVRMS 

RL =8Ω, CB =1.0uf 

67  dB 

XTALK 声道隔离 
 f＝1KHz，

CB＝1.0uf 90  dB 

SNR 信噪比 VDD =5V,  

Po＝1.1W，RL＝8Ω 
98  dB 

 

 

 

 

 
 

 

Note3：除特别说明外，所有的电压测量都是以第 2，5，7 管脚为基准。

Note4：绝对最大额定值是指可能损坏器件的界限。工作额定值是器件工作条件，但不保证特殊性能的界限。在器

件工作额定度内，电气特性规定了直流和交流在详细条件下的电气规格，这个规格没有保证器件的限定额定，典型

值则是器件性能的一个很好的体现。

Note5：这里的θ JA 值是 MXA20A 裸露的 DAP 焊接在 1 英寸裸露的 2in²铜片上的值。

Note6：这里的θ JA 值是 MXA20A 裸露的 DAP 没有焊接在铜片上的值。

Note7：在 5V 供电电压下驱动 3Ω负载时，HXJ2038 须贴在电路板的散热铜片上，且放置在通风的环境中。

Note8：在 5V 供电电压下驱动 4Ω负载时，HXJ2038 须贴在电路板上。

Note9：输出功率是在终端上测量的。
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Note10：当最大功耗增加时必须降低芯片的温度，最大功耗可以用公式计算： 

  PMAX＝（TJMAX－TA）θ / JA ,或者是最大绝对额定值给出的数值。 

Note11：对于人体模型，100pf 电容通过 1.5Ω电阻放电。 
Note12：对于器件模型，220pf～240pf 电容通过全部管脚放电。 
Note13：典型数值是在 25℃环境下测试，以代表参数规格。 
Note14：限定数值是在国际平均输出质量标准内。 
Note15：当实用载荷连接到芯片上时，情态功耗取决于偏置电压。 

外部元件 

元件 功能描述 

1.Ri 反相输入电阻，连接 Rf 建立闭环增益，与 Ci 形成高通滤波器且 

Fc＝1/（2RiCi） 

2.Ci 输入耦合电容，隔离直流，和 Ri 形成高通滤波器 

3.Rf 反馈电阻，连接 Ri 建立闭环增益 

4.Cs 电源旁路电容，提供电源滤波 

5.Cb 旁路极性电容，提供电源滤波 

应用电路 
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封装尺寸 

 

 

HXJ2038 封装尺寸图 


